
Raffreddamento

Dissipatori - I dissipatori hanno la funzione di dissipare il calore emesso dalla cpu durante il funzionamento, evitando che quest'ultima, surriscaldandosi, possa generare errori di varia natura (in genere riconoscibili in malfunzionamenti del sistema operativo e/o in veri e propri blocchi di sistema).Un buon dissipatore è caratterizzato da un basso coefficiente di resistenze termica: esso, espresso in gradi centigradi per watt, misura la temperatura raggiunta dalla cpu in base al numero di watt utilizzati da quest'ultima; ad esempio, se una cpu utilizza 20 watt e viene impiegato un dissipatore che ha coefficiente di resistenza termica pari a 1.6 °C/W, la temperatura della cpu si assesterà sul valore di 32°C (20x1.6).Si può facilmente intuire che sia preferibile un dissipatore che sia dotato del più basso coefficiente di resistenza termica.

Ma quali altre caratteristiche deve possedere un buon dissipatore? Innanzitutto, deve essere grande, in quanto più la superficie di base è ampia e più è alto, maggiore sarà la capacità di disperdere calore; più sono numerose e fini le alette, migliore sarà la dispersione del calore; la superficie inferiore deve aderire perfettamente a quella superiore della cpu, altrimenti la trasmissione del calore sarà parziale (sono pertanto da evitare quei modelli che hanno superficie inferiore non liscia).
I dissipatori sono generalmente costruiti in alluminio: questo non tanto per la capacità di tale metallo di disperdere il calore (sotto questo punto di vista il rame è preferibile, per non parlare dell'argento che è il miglior conduttore termico), quanto per la facilità con la quale può essere lavorato per creare le alette e per il suo costo limitato.
E' necessario prestare attenzione alla linguetta con la quale agganciare il radiatore allo zoccolo della cpu: è preferibile che essa sia di acciaio, in quanto serra il dissipatore molto meglio di quello in plastica.Alcuni tipi di dissipatore, soprattutto se molto vecchi, si agganciano alla cpu per mezzo di una sorta di fondello in pastica da inserire tra Socket e dissipatore, sul quale quest'ultimo è agganciato per mezzo di due clip plastiche; altri tipi di dissipatore utilizzano una sorta di molla in acciaio che viene collegata ai due lati del Socket; entrambi questi tipi di dissipatore hanno, a mio avviso, una praticità e una resa inferiore a quelli dotati di linguetta metallica, pertanto sono da evitare.
Ventole - I dissipatori vengono in genere forniti con una ventola già installata, ma anche la scelta di questo componente assume un ruolo importante per assicurare un corretto raffreddamento della cpu.Una buona ventola deve avere diametro di almeno 50mm, meglio ancora se di 60mm (da evitare modelli con diametri inferiori), e la più alta velocità di rotazione possibile (in genere essa è compresa tra 4.000 e 6.000 giri al minuto), anche se maggiore velocità implica rumorosità.Sono da preferire le ventole di tipo ball bearing, in quanto rispetto a quelle sleeve bearing hanno vita media superiore (cosa non da poco, visto che se la ventola si rompe rischiate, se non ve ne accorgete subito, di danneggiare la cpu) e in genere hanno velocità di rotazione maggiori.
Esistono in commercio kit ventola e radiatore dotati di allarme sonoro, segnalante il superamento di una determinata temperatura di esercizio: si tratta di un accessorio interessante ma a mio avviso non essenziale, anche perché per il suo corretto funzionamento è sempre necessario che il sensore della temperatura sia correttamente tarato e misuri l'effettiva temperatura della cpu (questo argomento verrà approfondito più sotto).
In genere è sconsigliabile, nelle cpu di tipo Socket 7, installare due o più ventole, magari una sopra l'altra, in quanto così facendo i flussi d'aria generati dalle due ventole tendono ad ostacolarsi tra di loro, impedendo un corretto raffreddamento; con le cpu Slot 1, in particolar modo i Pentium II, può invece essere interessante adottare soluzioni a due ventole, in alcuni casi anche tre, in quanto così facendo si cura in modo più efficace la dissipazione dei moduli cache L2, posti ai due lati della SEC.Utilizzando più ventole è comunque necessario prestare la massima attenzione ai flussi d'aria generati dalle diverse ventole e fare in modo tale che non interferiscano tra di loro.
Un attenzione particolare deve essere prestata alle cpu Slot 1 prive di SEC, cioè quelle Celeron: con queste ultime viene utilizzato un dissipatore di dimensioni inferiori a quello utilizzato con i Pentium II, appoggiato soltanto al Core della cpu.Non è possibile utilizzare dissipatori per cpu Pentium II su cpu Celeron, e viceversa, per via dei differenti punti di aggancio.

La pasta termica -  Le superfici dei materiali, a meno di avere una finitura estremamente precisa, anche se sembrano molto lisce e piane, a livello microscopico sono molto irregolari.Quando si accoppiano due superfici, quindi, si formano nell' accoppiamento dei punti di contatto e dei vuoti irregolari che, in sostanza riducono la superficie di contatto.Dovendo trasmettere il calore, come nel caso di CPU e radiatore, con superfici piccole (tipo 1'x 1' ) e potenze elevate (anche piú di 20W), occorre poter sfruttare fino all' ultimo millimetro quadrato di superficie per ottenere un buon trasferimento del calore.Calore che é generato dal chip contenuto nella CPU, trasmesso al package (contenitore del chip), passato al radiatore e infine disperso nell' ambiente dalle alette con l'aiuto del flusso d' aria generato dalla ventola. (Per chi avesse dubbi sul concetto, pensate a termosifoni: la caldaia scalda l'acqua nei termosifoni, il calore passa dall' acqua al metallo e dal metallo all'aria) La pasta termica serve a riempire i vuoti e a fornire un mezzo per trasferire il calore su tutta la superficie disponibile, anche se il livello di finitura meccanica, come nel caso delle CPU e dei radiatori, non é il massimo della perfezione.

I punti di contatto tra superficie del package e radiatore ci s'on comunque in abbondanza, ma non coprono tutta la superficie possibile.Se voglio avere il massimo del trasferimento termico (ovvero CPU piú fredda) devo migliorare al massimo l' accoppiamento termico delle superfici. Piú la CPU é calda, piú é necessario che il raffreddamento sia efficiente.Il 386 non aveva bisogno di radiatore, un 486 a 33 andava anche senza, un 486DX4-100 no, un Pentium ha bisogno della ventola, un pro scalda come una stufa, ecc.Quindi, sulle CPU recenti vale la formula: Piú prestazione = piú calore.Se poi voglio overclockare, allora il problema del calore é fondamentale, per cui, visto il costo ridicolo che ha la pasta termica, mettiamola in ogni caso: é meglio.

Ci sono diverse composizioni chimiche che hanno come caratteristica un buon indice di trasferimento del calore (se volete le formule, ok, ma mi sembra un pó eccessivo..).Sinteticamente, le principali sono:

- composti siliconici: olio o grasso siliconico inorganico 

- composti sintetici non siliconici

Il colore é in genere bianco se il prodotto é puro, grigio se addizionato ad ossidi metallici (migliorano il trasferimento termico), blu se addizionato con biossido di berillio (ottimo conduttore termico). In genere, almeno per i prodotti correnti, il composto siliconico é il piú diffuso ed é il piú adatto allo scopo.
Le paste non siliconiche caricate ad ossidi metallici possono anche avere caratteristiche termiche migliori (ma non é detto).Sono comunque piú costose.Il loro scopo é quello di essere usate nei casi in cui il composto siliconico ha qualche controindicazione. Le paste al biossido di berillio sono, di solito, sotto forma di collanti epossidici, in quanto il biossido é estremamente velenoso. Esistono poi altri composti di natura diversa, specialmente con caratteristiche collanti, di colore grigio o bruno, poco comuni in Europa.
Ci sono anche altre soluzioni, un pó meno efficienti.Ad esempio, sono stati realizzati materiali plastici adesivi con elevata conducibilità termica, che, grazie alla superficie morbida, hanno una funzione simile alla pasta ; sono in commercio anche fogli biadesivi a base di alluminio, con la stessa funzione. Purtroppo, da chi vende PC é difficile, perché spesso manco sanno cos' é.Si trova invece facilmente nei negozi che vendono componenti elettronici, anche per hobbisti

Celle di peltier - Rappresentano probabilmente il modo più efficace per raffreddare la cpu, anche se come vedremo si hanno notevoli controindicazioni al loro uso.Questi sistemi sono composti da tre parti: ventola, dissipatore e cella di peltier; mentre le prime due sono già note, la terza rappresenta una novità.La cella di peltier è un dispositivo che, impiegando elettricità, sposta il calore da una sua superficie (quella a contatto con la cpu) a quella opposta (collegata con il dissipatore, sul quale è montata una ventola); dato che utilizza elettricità per svolgere il proprio compito, la cella di peltier emette anch'esso del calore, che va a sommarsi a quello emesso della cpu.PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Sistema di raffreddamento peltier"
Le cella di peltier raffreddano la cpu molto meglio della classica formula radiatore più ventola? Si, senz'ombra di dubbio, ma con inconvenienti non da poco.In primo luogo, data la loro elevata capacità di spostare il calore da una superficie all'altra, e considerando che a quello generato dalla cpu deve essere sommato il calore emesso da loro, il dissipatore sarà notevolmente più caldo che nella soluzione senza cella di peltier, e la ventola sarà sottoposta ad uno sforzo supplementare per smaltire il calore; il primo inconveniente è che, se la ventola smette di funzionare, la temperatura del dissipatore aumenterà in pochissimo tempo, non riuscendo più a dissipare il calore della superficie superiore della cella, calore che pertanto si sposterà sulla cpu con conseguenze facilmente immaginabili; inoltre è indispensabile assicurare un'elevata areazione all'interno del case, visto e considerato che anche le altre periferiche, soprattutto hard disk e scheda video, producono calore che deve essere smaltito e che si somma a quello generato dalla cpu e dalla cella di peltier.
La cella di peltier utilizza corrente che deve essere presa dall'alimentatore del computer: può darsi che la sua portata non sia sufficiente, soprattutto considerando che durante l'accensione le periferiche (ad esempio l'hard disk) utilizzano molta più corrente che durante il funzionamento continuo: i migliori sistemi peltier, pertanto, entrano in funzionamento solo quando la cpu raggiunge una certa temperatura (in genere dopo qualche minuto di funzionamento), evitando di mandare in crisi l'alimentatore durante l'accensione.Inoltre, la cella peltier deve avere un collegamento dedicato con l'alimentatore, a motivo della sua elevata richiesta di elettricità (non collegarla mai in serie con l'hard disk o il lettore CD-Rom); alla luce di tutto questo meglio collegare la cella ad un alimentatore esterno.
Un terzo tipo di inconveniente è rappresentato dalla possibile formazione di condensa sulla cpu, soprattutto se utilizzate il computer in un ambiente umido; se la cella di peltier entra in funzione al momento dell'accensione può darsi, qualora la temperatura interna della cpu sia inferiore a quella esterna, che si formi condensa.Questo fenomeno è, però, abbastanza raro e i migliori sistemi peltier evitano che si verifichi entrando in funzione solo dopo che la cpu ha superato una certa temperatura di funzionamento.

L'elemento peltier deve essere correttamente dimensionato: se ha superficie maggiore di quella della cpu sulla quale è installato si può formare della condensa, mentre se è troppo piccolo la sua efficacia potrebbe non essere sufficiente.
Una cella di peltier di buona qualità costa parecchio, dissipa in modo particolarmente efficace il calore generato dalla cpu ma ha un funzionamento molto delicato, come qui sopra spiegato; personalmente ritengo che l'impiego di questi sistemi sia quantomeno eccessivo con i moderni mcroprocessori, anche in presenza di overclock particolarmente spinti, pertanto ne sconsiglio l'impiego.
Sistemi di raffreddamento ad acqua - Altra interessante modalità attraverso la quale poter curare la dissipazione del processore è quella di creare un sistema di raffreddamento ad acqua.Il principio di funzionamento è abbastanza semplice: si crea una sorta di involucro chiuso nel quale viene inserita la cpu; all'interno di questo involucro, ma per ovvi motivi non direttamente a contatto con il processore, viene fatta scorrere dell'acqua pompata all'interno e all'esterno attraverso una pompa esterna; l'acqua raffredda le pareti dell'involucro a contatto con la cpu e il ricambio continuo di acqua riscaldata con acqua a temperatura più bassa permette di raffreddare il processore.
Software Idle - Durante l'utilizzo continuo di un personal computer, non in tutti i momenti la cpu è impegnata ad effettuare calcoli di vario tipo ma parecchie volte è in attesa di comandi da parte dell'utente; in questi momenti, con i sistemi operativi Windows 95 e Windows 98, la cpu continua, per così dire, ad essere in funzione, pertanto ad assorbire corrente e quindi a sviluppare calore.Una delle principali attenzioni per gli overclockers e, più in generale, per tutti coloro che ricercano il massimo delle prestazioni dal proprio computer anche senza ricorrere a tecniche di overclocking, è la cura alla temperatura dei componenti hardware: essendo alimentati da corrente, infatti, essi generano del calore che deve essere disperso in varie forme.La cpu è senz'ombra di dubbio il componente che più di tutti genera calore e al quale è necessario prestare la massima attenzione; per diminuirne la temperatura vengono utilizzati dissipatori e ventole sempre più grandi, capaci di una elevata dispersione termica.I software Idle sono dei piccoli programmi che permettono di eseguire un comando HLT in un idle priority thread, cioè, detto in modo molto semplice, di fare in modo tale che la cpu sia "messa a riposo", cioè esegua un numero limitatissimo di istruzioni, quando è in attesa di comandi da parte dell'utente; così facendo, tali software permettono una notevole riduzione della temperatura della cpu in quanto, quando non deve essere utilizzata per elaborare calcoli, viene praticamente spenta.Non appena la cpu deve essere messa a disposizione del sistema per iniziare delle operazioni, essa viene immediatamente "risvegliata" ed è pronta ad elaborare calcoli; questa procedura richiede solo pochi cicli di clock ed è per questo che l'impiego di tali software non porta a cali prestazionali.Tali software sono per un utilizzo specifico con i sistemi operativi Windows 95 e Windows 98, in quanto sia Windows NT che Linux eseguono automaticamente un comando HLT in un idle priority thread quando la cpu è in attesa di istruzioni.Attenzione, tali software non permettono di ridurre la temperatura della cpu sempre, ma soltanto quando essa non deve effettuare delle operazioni ed è in attesa di comandi da parte dell'utente; se giocate con un videogame, applicazione che in genere occupa al 100% la cpu, l'utilizzo di un software idle non porta benefici in termini di diminuzione della temperatura, mentre effetti positivi avrebbe l'impiego di ventola e dissipatori di maggiori dimensioni.
Case - La scelta e la corretta configurazione del case assume un ruolo di prioritaria importanza nella cura dello smaltimento del calore prodotto dal computer durante il funzionamento; non solo i processori, infatti, producono calore ma anche i chip delle schede video, il chipset della motherboard, gli hard disk e in generale tutte le parti alimentate a corrente, e tutte condividono lo stesso volume di aria, quello per l'appunto interno al case.

Partiamo da un presupposto: la scelta del case ha a innanzitutto che vedere con il suo formato; esistono diverse tipologie di case, ciascuna con pro e contro:

· mini-desktop (o micro-desktop): si tratta di case a sviluppo orizzontale e dall'altezza particolarmente ridotta, in genere abbinati a monitor da 14-15 pollici che vengono posizionati sopra di questi; hanno struttura molto piccola, espandibilità limitata e poco spazio per garantire un efficace ricambio interno dell'aria.Decisamente sconsigliato, in tutti i casi, il loro impiego.

· desktop: struttura simile ai case mini-desktop se non per l'altezza superiore; decisamente migliori per quanto riguarda il raffreddamento interno anche se il ricircolo dell'aria e l'espandibilità non sono delle migliori.

· mini-tower: hanno volume simile ai desktop, a volte leggermente superiore, ma lo sviluppo è verticale pertanto l'accessibilità migliora;

· middle-tower: struttura simile ai case mini-tower anche se hanno larghezza decisamente superiore; rappresentano un ottimo compromesso tra espandibilità, accessibilità e ricircolo dell'aria.

· tower: i case più grandi, con sviluppo verticale tale da obbligarne il posizionamento sotto la scrivania; la migliore soluzione in termini di espandibilità e ricircolo dell'aria, anche se il prezzo da pagare è l'elevato ingombro.

Altro presupposto da cui partire è il fatto che l'aria calda tende a trasferirsi verso l'alto: questo vuol dire che all'interno di un case l'aria riscaldata dai componenti in funzionamento, ad esempio processore e hard disk, tenderà a portarsi verso l'alto e dalla parte superiore del case dovrà essere smaltita.Per via di questo si capisce facilmente come sia più semplice controllare il raffreddamento e i flussi d'aria a diversa temperatura in un case a sviluppo verticale, come quelli mini-tower, middle-tower e tower, che di uno a sviluppo orizzontale come quelli di tipo desktop e mini-desktop.

Ultima premessa: i case possono essere costruiti in formato AT oppure ATX; le differenze, dal punto di vista dell'areazione interna, non sono eccessive e in questa trattazione si farà esclusivo riferimento ai case in formato ATX, salvo dove diversamente specificato.

Una volta scelto il formato di case più adatto alle proprie esigenze, è indispensabile procedere con il montaggio delle schede di espansione e delle periferiche in modo che venga sempre consentito un adeguato flusso dell'aria dal basso verso l'alto; in pratica i componenti devono essere disposti in modo tale che schede e cablaggi interni lascino sempre un certo corridoio interno al passaggio dell'aria.Passiamo ora all'analisi pratica di un case ATX di tipo Tower, così da chiarire meglio come deve essere curata la disposizione dei componenti interni per migliorare il raffreddamento.

Nella zona centrale del case, i numerosi cavi presenti non agevolano di certo il passaggio dell'aria, anche perché posti proprio nel punto più stretto di tutto il case tra, a sinistra, alimentatore ATX e, a destra, le prime 3 unità inserite negli Slot da 5 1/4 (un hard disk in slitta estraibile, un driver Iomega Zip EIDE e un lettore CD-Rom sempre EIDE).Raccogliendo con fascette plastiche i cablaggi e orientandoli opportunamente è possibile creare un vero e proprio corridoio per il passaggio dell'aria, anche se non particolarmente ampio.
La parte inferiore è completamente occupata dalla scheda madre e dalle periferiche ISA e PCI inserite negli slot di espansione (nell'immagine, sono una scheda video PCI, un controller SCSI ISA e una scheda audio ISA), mentre quella superiore è destinata alle unità da 5 1/4, ben cinque, e al floppy drive posizionato nella parte superiore.Si nota immediatamente come la presenza di numerose periferiche porta ad avere un gran numero di cavi e connettori che collegano parte superiore e parte inferiore del case; la prima cosa da fare, allora, è quella di provvedere a raccogliere i cavi con fascette plastiche (meglio queste ultime degli elastici), così da permettere un passaggio dell'aria dalla parte inferiore a quella superiore.
Una volta sistemati i cablaggi interni, è necessario provvedere all'inserimento, all'interno del case, di ventole con le quali creare il flusso d'aria corretto.Come già detto in precedenza l'aria calda, riscaldandosi, tende a spostarsi verso la parte superiore del case: ecco allora la necessità di provvedere allo smaltimento, nella parte superiore del case, dell'aria calda e all'ingresso, in quella inferiore del case, dell'aria fresca (a temperatura ambiente).Per fare questo sono state inserite due ventole di grosse dimensioni.Ventola anteriore: grazie a questa l'aria esterna viene soffiata all'interno del case all'altezza degli slot più bassi; il pannello frontale non è stato rimosso in quanto l'aria viene aspirata per mezzo delle piccole fessure poste in basso al case; eventualmente può essere consigliabile aggiungere un filtro anti polvere (ad esempio una calza in nylon opportunamente tagliata) così da evitarne l'accumulo all'interno del case, anche se così facendo è indispensabile pulire periodicamente il filtro per evitare che si intasi, ostacolando l'ingresso dell'aria fresca nel case.Nella parte superiore del case è stata posta una ventola 8x8 cm che soffia aria all'esterno del case; in questo caso si può anche fare a meno di aggiungere una protezione per la polvere in quanto l'aria fuoriesce dal case.Immediatamente sotto la ventola è possibile notare l'alimentatore ATX; anche quest'ultimo è dotato di una ventola, posta nella parte inferiore immediatamente sopra la cpu.

L'alimentatore ATX è dotato di una ventola con la quale viene prodotto un flusso d'aria, abbastanza potente, che ne raffredda le parti interne; le specifiche ATX non indicano una direzione (entrante o uscente) per l'aria, e molti produttori di case scelgono di posizionare la ventola dell'alimentatore in modo tale che l'aria sia soffiata all'interno del case.In poche parole, un'apertura sul pannello posteriore permette all'aria esterna, risucchiata dalla ventola, di entrare nel case, raffreddare i componenti interni e uscire dall'alimentatore direttamente all'interno del case.Questo tipo di scelta è giustificato dal fatto che l'aria, una volta passata attraverso l'alimentatore, viene soffiata dalla ventola direttamente sulla cpu, provvedendone al raffreddamento.Questo ragionamento pecca quantomeno in due punti:

· l'aria, una volta entrata nell'alimentatore, si riscalda in quanto passa attraverso i componenti interni dell'alimentatore che sono caldi; presumibilmente l'aria che esce dall'alimentatore è più calda di quella già presente all'interno del case.

· è vero che l'aria viene soffiata sulla cpu e pertanto ne migliora il raffreddamento; vero però è anche che si otterrebbe un migliore raffreddamento della cpu se l'aria soffiata non fosse stata prima riscaldata dall'alimentatore.

Alla luce di questo, consiglio di controllare il flusso dell'aria del proprio alimentatore ATX e, qualora sia tale da soffiare aria all'interno del case, di aprire l'alimentatore e girare la ventola, così che aspiri aria dall'interno del case con la quale raffreddi i propri componenti interni e venga espulsa dall'apertura sul pannello posteriore (questo problema non sussiste per i case AT che hanno ventola che soffia aria all'esterno e alimentatore in genere chiuso su tutti i lati tranne alcune piccole grate di aspirazione).Si tratta di una operazione piuttosto semplice ed eseguibile in pochi minuti con l'aiuto di un cacciavite.

Poniamo che nella parte superiore del pannello frontale ci siano i cinque vani da 5 1/4, tutti occupati e dall'alto abbiamo: un masterizzatore; un sistema di raffreddamento a doppia ventola per hard disk; un lettore cd-rom; un driver Zip interno; un hard disk con relativa slitta di estrazione.Il sistema di raffreddamento per hard disk è stato inserito non per raffreddare un hard disk, come sarebbe logico aspettarsi, ma per creare nella parte superiore del case un flusso d'aria in entrata (infatti le due piccole ventole aspirano aria esterna all'interno del case); sul pannello posteriore, in corrispondenza delle ventoline per hard disk, è posta la ventola 8x8 cm che soffia aria all'esterno.Questo tipo di scelta è dettata dal fatto che nella parte inferiore del case si è creato un flusso d'aria che parte dalla ventola in basso sul pannello frontale, che introduce nel case aria fresca, fino alla ventola dell'alimentatore ATX, che essendo girata soffia aria calda all'esterno; l'aria che risale oltre l'alimentatore ATX nella parte superiore del case viene soffiata all'esterno dalla ventola 8x8 cm, mentre le due ventoline per hard disk creano un ulteriore flusso d'aria che raffredda ulteriormente le periferiche da 5 e 1/4 installate, in modo particolare il masterizzatore che in fase di registrazione genera un notevole quantitativo di calore.Da notare, infine, il piccolo display nero: si tratta di null'altro che un sensore di temperatura per esterni, di quelli acquistabile per poche lire al supermercato; il sensore è posizionato all'interno del dissipatore della cpu così da poter fornire una indicazione di massima della temperatura della cpu (più che altro permette di vedere se vi siano problemi interni di eccessiva temperatura, soprattutto nel caso in cui la ventolina della cpu funzionasse male o non funzionasse del tutto).

Schede Grafiche - Il raffreddamento è una necessità fondamentale quando si procede all'overclock delle schede grafiche.Alcuni chipset, come ad esempio il Voodoo o il Riva 128, riscaldano moltissimo già a frequenze standard.Trascurare il raffreddamento, oltre ad accorciare la vita delle schede overclockate, ha un'altra conseguenza.La temperatura nel case aumenterà notevolmente, incidendo anche su altri componenti come CPU o hard disk.


Non solo dissipatori Prima di iniziare ad armeggiare con dissipatori e pasta termica, è bene raffreddare l'interno del case.E' molto importante che ci sia un ricambio d'aria costante, altrimenti ogni accorgimento a carico del singolo chip sarà vanificato.E' inutile montare un enorme dissipatore con ventola se poi la temperatura dell'aria che sta intorno è elevata.Quindi, per prima cosa, consiglio di verificare se la ventola all'interno dell'alimentatore è efficace o no.Nel dubbio, il rimedio è molto semplice: sostituirla con una più potente.Quella vecchia, come leggerete dopo, potrà essere riciclata per altri usi.
E' importantissimo assicurarsi che non ci siano ostacoli al flusso dell'aria, quindi tenere i vari cavi sempre in ordine, soprattutto le piattine EIDE che sono un grosso ingombro.Le normali ventole assiali infatti garantiscono il loro flusso d'aria nominale solo se la differenza di pressione tra le due facce è bassa.La ventola ebm/Papst 8312, un modello da 80x80mm tra più potenti, garantisce (quando è nuova) un flusso d'aria di 60 metri cubi all'ora, ma se un'ostruzione determina una caduta di pressione tra le due facce, la portata può calare anche fino a 20 metri cubi all'ora.Ciò si può evitare, o almeno attenuare, evitando di risparmiare sulla qualità del case al momento del suo acquisto.Da questo punto di vista, il formato ATX è un grosso passo avanti rispetto all' AT.

Possiamo distinguere 3 livelli di raffreddamento per le schede video: Il primo, semplice, è consigliato anche per schede a frequenze standard; il secondo per overclock moderati, mentre il terzo per quelli più spinti.
Aggiunta di una ventola per la scheda video Il primo passo da fare, è raffreddare la scheda video nel suo insieme.A tale scopo si può montare una ventola sul frontale del case, in modo da far entrare aria fresca; può essere quella che si è sostituita nell'alimentatore o, se si vuole fare un lavoretto coi fiocchi, in commercio esistono ventole da 135x135mm che hanno una portata nominale anche di 250 metri cubi d'aria all'ora.Molto spesso, nei mini o nei tower, è previsto lo spazio proprio per una ventola aggiuntiva, si trovano già i fori per le viti e altri piccoli fori per far entrare aria.
Se nel vostro cabinet tutto ciò non è previsto, con un trapano fate dei piccoli fori di areazione sulla parte anteriore, vanno bene anche sul fondo purché siano sempre davanti al lato aspirante della ventola.
In stato di quiete l'aria calda tende a seguire un percorso che va dal basso verso l'alto.Quando si installano ventole aggiuntive all'interno di un case AT, bisognerebbe fare in modo di assecondare questo percorso.Nei case ATX il discorso è diverso in quanto la circolazione viene forzata nel senso opposto, comunque bisogna dar modo all'aria di seguire un percorso "calcolato", ovvero evitando quanto più possibile di far incrociare i vari flussi, e dando sempre una via d'uscita all'aria riscaldata.Bisogna fare in modo che l'aria calda rimanga all'interno del case il meno possibile.Questo si ottiene in due modi: facendo entrare aria fresca dall'esterno e contemporaneamente estraendo quella calda dall'interno.
La scheda video dovrà essere inserita in modo da essere investita in pieno dal flusso d'aria, la posizione giusta di solito è nello slot PCI più in basso.Il tappo dello slot adiacente al lato chip andrà tolto, per permettere la fuoriuscita dell'aria.
Se il case è ATX e la scheda video è AGP, si può fissare la ventola al cestello dei drive, eventualmente togliendo il tappo del bay più vicino.Per finire, se il case è AT, con questo sistema anche alla zona CPU sarà assicurato un certo movimento dell'aria.
Aggiunta di un dissipatore sul processore grafico Esistono numerose soluzioni, più o meno efficaci, più o meno costose.Per procurarsi il dissipatore, la cosa migliore è rivolgersi ad un negozio di componentistica elettronica ben fornito.Scegliete quello più alto e col numero maggiore di alette.Assicuratevi inoltre che la superficie a contatto col chip sia perfettamente liscia.Per il fissaggio, ci sono varie opzioni.La migliore è quella più costosa, ovvero la colla bicomponente speciale, solitamente addizionata con biossido di berillio per migliorare la conduttività termica.Il problema è che in commercio si trovano solo confezioni grandi, per cui preparatevi a sborsare almeno un biglietto da centomila.
Un'altro sistema di fissaggio sono dei robusti elastici.Personalmente sono contrario a questa scelta, perché in presenza di altre temperature tendono a sfaldarsi.Si potrebbe pensare di "sorvegliare" la tenuta degli elastici e sostituirli di tanto in tanto, ma esiste un'altra soluzione che a mio avviso è più sicura.
Qualsiasi "smanettone delle due ruote" che si rispetti, ha nel proprio garage un tubetto della cosiddetta "pasta rossa", ovvero quel sigillante siliconico che si usa come guarnizione per le testate dei motori.Esso ha un grande pregio: oltre a condurre bene il calore, resiste a temperature fino a 350° gradi, quindi ben si presta ai nostri scopi.In commercio se ne trovano di varie marche, ad esempio Sigill o Arexons, comunque cercate di evitare quelli in grosse lattine perché di solito è meno raffinata.
Le proprietà adesive possono variare a seconda della marca, del tipo e della composizione chimica.Una volta fissato il dissipatore al chip, verificate che il tutto regga.

Per il fissaggio, mettente un po' al centro del chip, poggiate sopra il dissipatore e con movimento rotatorio spalmate il tutto, facendo attenzione a non sbavare sui piedini.Non esagerate con la quantità di silicone, ne basta pochissimo.Fermate il tutto con un grosso elastico e attendete l'indurimento.Il dissipatore verrà raffreddato dalla ventola sul frontale del case, è una soluzione funzionale, molto più di quanto potrebbe apparire a prima vista.Però, ovviamente, si può fare ancora di meglio.
Aggiunta di una ventola sul dissipatore Per quanto riguarda la ventola, è sconsigliato di montarla direttamente sul dissipatore per due motivi: primo, perché le vibrazioni possono compromettere il fissaggio tra chip e dissipatore, specie se non è eseguito a regola d'arte, secondo perché sistemandola a parte, si può scegliere una ventola più grossa.
Il mio consiglio è dunque di procurarsi un supporto da inserire in uno slot ISA o PCI.Può essere una scheda millefori per prototipi, una vecchia scheda da sacrificare, o ancora un pezzo di plastica, sottile ma rigida, da ritagliare a misura.
Per prima cosa, vanno limati via i contatti sul pettine, se presenti; poi va fatto un buco di diametro uguale a quello della ventola nella giusta posizione, cioè in corrispondenza del dissipatore da raffreddare.Il buco va fatto con un trapano e una punta a tazza.Altri quattro fori vanno fatti per le viti.Non risparmiate sulle dimensioni della ventola, cercate di sfruttare tutto lo spazio a disposizione sul vostro supporto.In commercio si trovano anche delle schede ISA con una o più ventole installate, ma ovviamente costano non poco.
Piazzate l'insieme supporto+ventola e scheda video in modo da lasciare un'apertura slot libera nel mezzo, per far uscire l'aria.Ad esempio, si può mettere la scheda video sul secondo PCI (a partire dal basso) e la ventola sull'ultimo ISA.L'apertura del primo PCI avrà il compito di smaltire l'aria calda.
La ventola sul frontale del case rimarrà lì, e assicurerà un rifornimento d'aria fresca alla ventola su scheda.Potrebbe però nascere un problema: il flusso d'aria della ventola sul case potrebbe interferire.Per evitare ciò, si può spostarla più in basso possibile o si può applicare un pezzo di plastica o di lamiera come deflettore sulla scheda di supporto alla ventola.
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